HDB xxx-xxx

挠性印制电路板加工贸易单耗标准（征求意见稿20140617）
(商品编号85340010、85340090)

1 范围

本标准规定了以挠性覆铜板（商品编号74102100）、覆盖膜（商品编号39209990）、粘结膜（商品编号39209400）和铜箔（商品编号74101100）为原料，加工生产挠性印制电路板（商品编号85340010、85340090）的加工贸易标准。

本标准适用于海关和外经贸管理部门对以覆铜板、覆盖膜、粘结膜和铜箔为原料加工生产挠性印制电路板的加工贸易企业进行加工贸易单耗审批、备案和核销管理。

2 定义


 挠性印制电路板（Flexible Printed Circuit Board）：指采用挠性基材制作的可以挠曲弯折的印制电路板。俗称柔性印制电路板、软性印制电路板。挠性印制电路板按其所含导体层数有单面、双面和多层之区别。
挠性覆铜板(Flexible Copper Clad Laminate)：由可挠曲弯折的聚合物膜覆盖铜箔构成的基板。聚合物膜与铜箔之间可以有粘结剂或无粘结剂。
覆盖膜(Cover Film): 一面附有粘结剂的聚合物膜。在挠性印制电路板上起到保护表面导体的作用。
粘结膜(Adhesive Film):处于半固化状态的膜状粘结剂。在挠性印制电路板上起到层间粘合与绝缘的作用。
铜箔(Copper Foil):由电解或压延制得的纯铜箔。在挠性印制电路板上起到导体的作用。

单耗：指加工企业在正常生产条件下，加工生产单位面积挠性印制电路板耗用的覆铜板、覆盖膜、粘结膜和铜箔的数量，均以平方米为计量单位。


净耗：指加工生产中在单位面积挠性印制电路板中上述原材料的数量。（含不合格品的损耗。）

工艺损耗：指因加工生产工艺的要求，在生产过程中所必须耗用且不能物化在挠性印制电路板中的上述原材料的数量。


损耗率：指工艺损耗占单位进口保税料件投入量(单耗)的百分比。

即: 损耗率 =(单耗 - 净耗)/ 单耗 x 100 %

3 单耗标准

3.1原料品质规格

挠性覆铜板、覆盖膜、粘结膜和铜箔的品质规格应符合国家标准或指定标准的规定，及合同对其品质的规定。

3.2成品品质规格

挠性印制电路板应符合国家标准或指定的标准，及合同的规定。

3.3 挠性印制电路板基本构成
1) 挠性单面印制电路板
   采用挠性基材制作的仅一面有导体的印制电路板。通常构成如图1a。
2) 挠性双面印制电路板

   采用挠性基材制作的两面有导体的印制电路板。通常构成如图1b。

3) 挠性多层印制电路板

   采用挠性基材制作的有三层及以上导体的印制电路板。通常构成如图1c。
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图1  挠性印制电路板基本构成
   因挠性板产品工艺路线多种，产品结构和所用材料存在差异，具体以实际产品而定。

3.4 挠性印制电路板的单位面积
    挠性印制电路板产品面积以最终向客户交货的单元为准。其面积以矩形计算，如图2中(a×b)。
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图2 交货单元和面积

4.常规单耗规定

   见下表。 

挠性印制电路板加工贸易单耗标准

	序号
	成品
	原料
	净耗

（平方米）
	损耗率

	
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	名称
	单位
	商品编号
	规格
	
	

	1
	挠性单面

印制电路板
	平方米
	85340090
	规则
	单面挠性覆铜板
	平方米
	74102100
	厚度：0.020-0.16mm

规格：卷状或片状
	1
	55.0%
45.0%

	
	
	
	
	
	覆盖膜
	平方米
	39209990
	厚度：0.025-0.10mm

规格：卷状或片状
	1
	54.0%
44.0%

	2


	挠性双面
印制电路板


	平方米


	85340090
	规则
	双面挠性覆铜板
	平方米
	74102100
	板厚：0.030-0.18mm

规格：卷状或片状
	1
	44.0%
34.0%

	
	
	
	
	
	覆盖膜
	平方米
	39209990
	厚度：0.025-0.10mm

规格：卷状或片状
	2
	42.0%

32.0%

	3
	挠性四层

印制电路板
	平方米
	85340010
	规则
	双面挠性覆铜板
	平方米
	74102100
	板厚：0.030-0.18mm

规格：卷状或片状
	1
	48.0%

38.0%

	
	
	
	
	
	覆盖膜
	平方米
	39209990
	厚度：0.025-0.10mm

规格：卷状或片状
	2
	46.0%

36．0%

	
	
	
	
	
	粘结膜
	平方米
	39209400
	厚度：0.012-0.10mm

规格：卷状或片状
	2
	48.0%

38.0%

	
	
	
	
	
	铜箔
	平方米
	74101100
	厚度：0.012-0.05mm

规格：卷状或片状
	2
	48.0%

38.0%

	4
	挠性六层

印制电路板

	平方米 
	85340010
	规则
	双面挠性覆铜板
	平方米
	74102100
	板厚：0.030-0.18mm

规格：卷状或片状
	2
	50.0%

40.0%

	
	
	
	
	
	覆盖膜
	平方米
	39209990
	厚度：0.025-0.10mm

规格：卷状或片状
	2
	48.0%

38.0%

	
	
	
	
	
	粘结膜
	平方米
	39209400
	厚度：0.012-0.10mm

规格：卷状或片状
	3
	50.0%

40.0%

	
	
	
	
	
	铜箔
	平方米
	74101100
	厚度：0.012-0.05mm

规格：卷状或片状
	2
	50.0%

40.0%

	5
	挠性八层

印制电路板
及以上
	平方米
	85340010
	规则
	双面挠性覆铜板
	平方米
	74102100
	板厚：0.030-0.18mm

规格：卷状或片状
	3
	55.0%

45.0%

	
	
	
	
	
	覆盖膜
	平方米
	39209990
	厚度：0.025-0.10mm

规格：卷状或片状
	2
	52.0%

42.0%

	
	
	
	
	
	粘结膜
	平方米
	39209400
	厚度：0.012-0.10mm

规格：卷状或片状
	4
	55.0%

45.0%

	
	
	
	
	
	铜箔
	平方米
	74101100
	厚度：0.012-0.05mm

规格：卷状或片状
	2
	55.0%

45.0%


注：损耗率是综合了多种挠性印制电路板的平均值，对个别特殊产品若需要可以按实际尺寸计算。

HDB XXX –XXX

挠性印制电路板加工贸易单耗标准编制说明

1. 任务来源


为加强加工贸易单耗管理，规范和完善海关和外经贸管理部门对单耗审批、备案、核销，制订挠性印制电路板加工贸易单耗标准。


本标准由海关总署、工业和信息化部委托中国印制电路行业协会CPCA负责起草制订，计划单号：工信运行简函[2013]273号《关于下达单耗标准制定及课题研究任务的通知》，2013年9月中旬收到。

2. 制定单耗标准的原则


单耗标准制定原则应符合加工贸易企业的生产实际。贯彻国家税收政策、产业政策和外贸政策。以国家标准、行业标准或该行业加工贸易的平均生产水平为制定基础。促进加工贸易企业的技术进步和公平竞争，便于海关有效监管和相关单耗数据的使用和维护。


单耗标准一般设定最高上限值，涉及出口征税商品设定最低下限值，各地外经贸主管部门和海关应按加工贸易企业的生产实际审批和核定加工企业生产成品的单耗。

3. 产品和加工工艺知识
1) 挠性印制电路板成品
印制电路板是电子行业的基础产品，广泛应用于通讯设备、计算机、汽车电子和工业装备及各种家用电器等电子产品，其主要功能是支撑电路元件和互连电路元件。挠性印制电路板是印制电路板中一个大类，如图1、图2。根据挠性印制电路板的结构，按导体层数可分为单面板、双面板、多层板。
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图1 挠性印制电路板
[image: image5.emf]
图2 挠性印制电路板(组装元器件) 
2) 挠性印制电路板制造用主要原材料(物化材料)
(1) 挠性覆铜板(FCCL)：按照一面覆盖铜箔或两面覆盖铜箔之区别称为单面覆铜板、双面覆铜板；按照铜箔与基材膜之间有无粘合剂之区别称为有胶覆铜板、无胶覆铜板。挠性覆铜板之结构如图3。挠性覆铜板的基材膜常用的有聚酰亚胺(PI)、聚酯(PET)、聚2,6萘二甲酸乙二酯(PEN:)、液晶聚合物(LCP)等高分子薄膜。覆铜板在整个印制电路板上，主要担负着导电、绝缘和支撑三个方面的功能。印制电路板的性能、质量、制造过程中的加工性、制造成本、制造水平等，在很大程度上取决于覆铜板的性能。
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图3  挠性覆铜板(FCCL)结构

   (2) 覆盖膜： 是由有机薄膜与粘合剂构成，如图4。覆盖膜的作用是保护已经完成的挠性电路导体部分。粘结膜有不同基材膜与粘合剂类型及厚度规格。有些挠性印制电路板表面不采用覆盖膜，而采用涂覆阻焊剂，以降低成本。
   (3) 粘结膜：是在一个基材膜的二面或一面浇注粘结剂而形成，也有无基材的纯粘结剂层的粘结膜，如图5。粘结膜有不同粘合剂类型和厚度规格。粘结膜是用于多层板层间粘合与绝缘。
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图4 覆盖膜构成                 图5 粘结膜构成

(4) 铜箔：是有电解铜箔和压延铜箔，以及不同的铜箔厚度规格。铜箔在生产多层印制电路板时用于两个表面导体层。
    另外，有的挠性印制电路板用到加强板(Stiffener) 材料，如金属片、塑料片、树脂膜与环氧玻璃基材等。加强材料的作用是加固挠性电路板的局部，以便支撑与固定，如图6。因为并非挠性印制电路板都使用的，所以单耗标准中不列入。
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图6 含加强板的挠性印制电路板

3)加工工艺过程

逐张加工：Sheet by Sheet，类似刚性板的一张一张地间断分步方式加工。

挠性印制电路板加工采用与刚性板相同的工艺过程和类同的设备条件。在加工形式上有逐张加工：Sheet by Sheet，类似刚性板的一张一张地间断分步方式加工，或者成卷加工(Roll to Roll)，是一卷基材连续加工。
  (1) 挠性单面印制电路板制造流程 (图7)
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图7 印制和蚀刻工艺制造单面挠性单面印制电路板
  (2) 挠性双面印制电路板制造流程 (图8)
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图8 板面电镀法制造双面挠性双面印制电路板

(3) 挠性多层印制电路板制造流程 (图9) 
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图9 挠性多层印制电路板制造过程简图

4. 损耗情况

4.1 加工损耗
   印制电路板加工过程中，通常在几个方面会发生加工损耗：
（1）下料损耗：购进挠性覆铜板通常是成卷或大张的规格，为方便生产和适合设备条件都需要切割加工，成为在制板(Panel)尺寸，这就造成加工损耗。
(2) 在制板工艺区域：印制板都是以在制板拼版形式加工，每块印制板之间都有工艺要求的间距，必须在成品尺寸以外每边增加工艺边框，如图10。随加工的线路复杂程度和层数增加，这些工艺间距也越大。
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图10 挠性印制板的在制板构成
   (3) 在产品制作过程中必定会有废次品产生，加工损耗也包括产品报废的原材料损失。

   (4) 挠性印制电路板形状极不规范，不可能以多边形分割精确地计算面积，依照行业内惯例把多边形视作矩形(长x宽)计算面积，产品面积以交货单元为准。
挠性印制电路板的生产制作，由于其特有的生产工艺和产品特点，挠性印制电路板型号尺寸极其复杂，损耗率在实际的生产过程中可能会因不同订单的要求、批量的大小以及厂家的生产工艺水平等相应有所偏差。现定损耗率是综合了多种挠性印制电路板的平均值，对个别特殊产品若需要可以按实际尺寸计算。若以产品净面积计算，则损耗率会普遍再增加20%~30%。
4.2 产量和基材的统计单位

    印制电路板包括挠性印制电路板的产量，及所用基材核算的计量单位，在行业内(包括国际同行)都是以面积(平方米)统计。虽然供需双方的订货合同中的产品数量以块(piece)计量，但印制电路板是由需方设计的特定产品，没有统一的规格型号，不同订单产品的一块板尺寸大小或重量都不同，所以最终按块数或重量来计算工厂的产量与基材用量是不科学的。
5. 编制过程

    本标准编制自2013年10月起，由CPCA向行业内挠性印制板生产企业发出调查，在2014年2月汇总调查数据。调查回复数据的主要有安捷利、厦门弘信、精诚达、珠海紫翔、珠海超毅、统盈、希门凯和竞陆等公司，表示感谢。
    在2014年5月在珠海召开了本标准工作组会议，统一了单耗以面积计量和有关损耗率数据。
    现把征求意见稿，向全行业和主管部门征求意见。      

2014-06-17  
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